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摘要：  

在討論半導體產業的發展時，普遍都會聚焦在如何延續摩爾定律

(Moore’ s law)。摩爾定律的延續其實可以分為兩個面向來看，一個面向是

技術，內容為單位晶片內電晶體數量每十八個月會增加一倍；另一個面向是

成本，內容為 IC 製作成本每十八個月會降低一半。未來若能同時符合經濟

效益與產品效能的成長，就是半導體產業持續發展的重要關鍵。  

台灣有完整的半導體上中下游垂直供應鏈，很適合發展 3D IC 技術產

品，有利半導體產業串連與技術扎根。故在 3D IC 技術發展成熟前，本土設

備與終端廠商投入研發，可降低台灣整體設備、製程成本並掌握自主技術，

進而加速台灣在 3D IC 產業的量產時程。相信這是讓台灣半導體產業走出傳

統代工模式的契機，藉由技術扎根與永續發展並讓台灣在未來全球半導體技

術中扮演更重要角色。  
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